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摘要(译)

复合包裹型ZnS∶Cu/Cu.Mn电致发光材料及其制备方法，属于无机材料科
学领域。电致发光材料是在粒径为15μm～30μm的球型晶态ZnS∶xCu.
yMn电致发光材料的颗粒表面包覆了非定型氧化铝致密包裹层。氧化铝
包裹层的重量为ZnS∶xCu.yMn电致发光材料重量的4％～8％。氧化铝包
裹量的60％～80％由液相化学沉积包覆方法完成，20％～40％由金属有
机化合物气相化学沉积包覆方法完成。本发明采用液相包覆和气相包覆
相结合的工艺，对电致发光材料表面液相包覆，气相封闭，以获得成本
低的多重致密包覆的ZnS∶Cu/Cu.Mn电致发光材料，减少因水分子作用导
致的ZnS∶Cu/Cu.Mn电致发光材料发光失效。
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